Outsourcing ist aktueller denn je

EMS senkt
Fertigungskosten

Sollen Kosten gesenkt werden, steht meistens auch das Thema Outsourcing auf der Tagesordnung. Viele
OEMs haben in der Vergangenheit jedoch noch gezdgert, ob sie ihre oft technologisch komplexe Fertigung
von elektronischen Komponenten in fremde Héande legen sollten. Das hat sich grundlegend gedndert, sagt
BITKOM. Outsourcing ist aktueller denn je.

»In der aktuell schwierigen wirtschaft-
lichen Situation denken auch jene Un-
ternehmen lber die Auslagerung von
Prozessen und Dienstleitungen nach,
die Outsourcing bislang skeptisch ge-
genliberstanden®, sagt Martin Jetter,
Prasidiumsmitglied des BITKOM. In der
derzeitigen Wirtschaftskrise wiirden
Kunden Uber Projekte nun deutlich
schneller entscheiden.

Unternehmen, die ihre Fertigung out-
sourcen wollen, miissen ihren Partner
allerdings sorgfaltig auswahlen, denn
auch die Anbieter von Electronic
Manufacturing Services (EMS), den
spezialisierten Dienstleistern fuir Elek-
tronikfertigung, machen eine Konsoli-
dierungsphase durch. Der Markt ver-
andert sich: ,Investitionen werden
gekirzt und die Fragen und Probleme
bei der Zahlungsfahigkeit sind wieder
aufgetaucht®, so die Marktforscher von
iSuppli zur Entwicklung der EMS-Indus-
trie. EMS-Dienstleister, die lGiber keine
ausreichende Eigenkapitalausstattung
verfiigen und ihre Fertigungs- und
Prifanlagen nicht rechtzeitig moder-
nisiert haben, tun sich im Moment
schwer.

| Martin Ortgies
ist Fachjournalist in
38154 Konigslutter
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Bild 1: Fiir Multilayer-Platinen Boards sind hocheffiziente und prazise Fertigungsanlagen und
ein grofRes Know-how des Fertigers notwendig, damit BGAs mit 1500 Anschliissen oder

kleinste Bauformen wie 0402 und 01005 fehlerfrei verarbeitet werden.

Durch die veranderte wirtschaftliche
Lage haben Anforderungen an die fi-
nanzielle Soliditat der Lieferanten einen
groBeren Stellenwert erhalten. Bernd
Richter, Vorstand des EMS-Dienstleisters
lhlemann AG, berichtet von aktuell ho-
heren Anforderungen der OEMs: ,Wir
sind in der gliicklichen Lage, auch un-
sere laufenden Investitionen zu fast
100 Prozent aus eigenen Mitteln finan-
zieren zu konnen. Das wird im Moment
hoch gewichtet.”

(alle Bilder: Ortgies)

Anforderungen

an EMS-Dienstleister

Die Verlagerung der eigenen Elektronik-

fertigung zu einem EMS-Dienstleister

hat in der Praxis bei jedem einzelnen

Unternehmen zwar ganz unterschied-

liche Beweggriinde — letztlich lassen

sich die Anforderungen aber auf vier

groBe Themen reduzieren:

» Voraussetzung ist die Fahigkeit,
wirtschaftlich und preiswiirdig zu
fertigen.
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» Notwendig ist der Blick fiir die ge-
samte Prozesskette, von der Entwick-
lung bis zum Versand.

» Differenzierungsmerkmale sind mo-
derne Fertigungsanlagen und das
technologische Know-how.

» Mafgeblich sind auch die Kundenna-
he fiirindividuelle Services und kurze
Reaktionszeiten.

Aus Sicht von Marktbeobachtern geht

der Angebotstrend von der reinen Lei-

terplattenbestiickung und Geratemon-
tage hin zu Komplettsystemen und
komplexen Systemmontagen. EMS-

Dienstleister wie die Ihlemann AG aus

Braunschweig mit tiber 200 Beschaftig-

ten und liber 39 Mio. Euro Umsatz ha-

ben sich deshalb erfolgreich auf die

anspruchsvollere individuelle Fertigung A

hochwertiger Baugruppen konzentriert

T o Bild 2: Fiir die Kontrolle von BGA-L6tungen und zur optimalen Einstellung des jeweiligen
mit einem Fokus auf Qualitdt und hoch- | 5tprofils nutzt die Ihlemann AG moderne Réntgentechnik, da Sichtkontrollen hier nicht
wertige Serviceangebote. Ihlemann  mehr méglich sind.

nutzt seine Uber acht-jahrige Prasenz
in Asien fiir den giinstigen Einkauf von
Bauteilen und lasst ausgesuchte Kom-
ponenten wie Gehduseteile, Steckver-
binder oder komplette Kabelsatze dort
fertigen und qualitatssichern. Die qua-
litativ anspruchsvollere Endmontage
erfolgt weiterhin in Deutschland.

Flexibilitat fiir individuelle
Kundenanforderungen

Eine groRere Dienstleistungspalette
und eine hohe Flexibilitat fiir individu-
elle Kundenanforderungen sind fiir
EMS-Dienstleister zunehmend wichtig,
wie OEMs aus unterschiedlichen Bran-
chen bestatigen:

mycable entwickelt High-End Embed-
ded-Systeme fiir drahtlose und draht-
gebundene Kommunikation und Mul-
timedia-Systeme fiir OEM-Kunden und
konzentriert sich bewusst auf die eige-
nen Kernkompetenzen. Die Fertigung
ist ausgelagert. Die wichtigsten Anfor-
derungen an den Dienstleister sind
hohe Qualitat und Flexibilitat. Michael
Carstens-Behrens, Geschaftsfiihrer von
mycable: ,Fiir unsere anspruchsvollen
komplexen Systeme brauchen wir »
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Bild 3: Aus Sicht von Marktbeobachtern geht der Angebotstrend von der reinen Leiterplat-

tenbestiickung und Geratemontage hin zu Komplettsystemen und komplexen Systemmon-

tagen.

eine hohe Flexibilitat — terminlich als
Rapid Prototyping und in der engen Zu-
sammenarbeit von Entwicklung, Ferti-
gung und Einkauf, da wir bis relativ kurz
vor Produktionsstart des Prototyping
noch Anderungen an der Leiterplatte
umsetzen miissen.”

Trend zu komplexen Boards

Viele OEMs wollen die Verdrahtungs-
und Packungsdichte ihrer elektroni-
schen Bauelemente weiter erh6hen und
haben deshalb auf die HDI-Technologie
(HDI-PCB, High Density Interconnect)
umgestellt. Dadurch wird mehr Platz
fir die Bauteile gewonnen, die Platinen
konnen kleiner werden.

Ein Hersteller von Industrie-PCs und
Embedded-Systemen stellt an seinen
Fertigungspartner hohe Anforderun-
gen. Der Leiter Materialwirtschaft:
»,Um im Wettbewerb bestehen zu kon-
nen, entscheiden im Rahmen der High-
End-Bestiickung die hochste Qualitat
und Zuverldssigkeit des Dienstleisters.
Um unsere Boards fehlerfrei fertigen
zu kénnen, muss der Dienstleister mit
den neuesten Fertigungstechnologien
arbeiten, liber grofRe Erfahrung mit
komplexen Boards verfiigen und mit
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den neuesten Verfahren bei der Verar-
beitung von SMD-Bauteilen vertraut
sein.“ Die Entwickler schatzen den Di-
alog mit den Fertigungsspezialisten
von lhlemann uber Fragen der Herstell-
barkeit von Boards und wie die ge-

]

Bild 4: Fiir Produkte mit hochsten Anforde-
rungen an Verfiigbarkeit, Funktionssicher-
heit und Langlebigkeit entwickelt die lhle-
mann AG gemeinsam mit den Auftraggebern
eine ,0-Fehler-Strategie’.
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wiinschten Bauteile fertigungsgerecht
auf der Leiterplatte platziert werden
konnen.

Fiir den Elektronikfertiger sind die
technologischen Anforderungen bei
Leiterplatten mit hoher Packungsdich-
te deutlich hoher, denn bei HDI-Leiter-
platten mit hoher Packungsdichte sind
fir die BGA-Bestiickung hocheffiziente
und prazise Fertigungsanlagen erfor-
derlich. AuRerdem ist fiir die Einhal-
tung der geringen Toleranzen sehr viel
Know-how notwendig, z.B. fiir ein BGA
mit 1500 Anschliissen, fiir ein Main-
board mit 1700 SMD-Bauteilen und
300 Ristplatzen oder fiir die Verarbei-
tung kleinster Bauformen wie 0402
und 01005.

0-Fehler-Strategie

Ein Hersteller von hochwertigen me-
dizinischen Waagen legt groBen Wert
auf die dauerhafte Qualitat der eige-
nen Produkte. Um sich gegen die Kon-
kurrenz vor allem von asiatischen
Wettbewerbern behaupten zu kénnen,
stehen auch die Fragen der Effizienz
und niedriger Kosten standig im Blick-
punkt. Deshalb hat sich der Hersteller
bereits vor Jahren von der eigenen
Elektronikfertigung getrennt, weil sich
die Investitionen in eine neue SMD-
Fertigung nicht gerechnet hatten. ,Ein
spezialisierter Dienstleister bietet viel
Fertigungskompetenz und kann fir
uns durch seine moderne Ausstattung
einen Technologievorsprung realisie-
ren. Letztlich ergeben sich durch die
Economies of Scale auch wichtige
Preisvorteile”, benennt der Leiter Ma-
terialwirtschaft & Logistik die Griinde
fir die Zusammenarbeit mit dem ex-
ternen Fertigungspartner Inlemann AG
aus Braunschweig. Fir ihn hangt die
Qualitat der Fertigung zum einen von
der eingesetzten Fertigungstechnolo-
gie und zum anderen ganz wesentlich
auch von der Erfahrung und Zuverlds-
sigkeit der Mitarbeiter beim EMS-
Dienstleister ab: ,Wir hatten anfangs
noch weitere Fertigungspartner von
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denen wir uns aber wieder getrennt
haben. Die Erfahrungen mit lhlemann
kann man in einem Wort zusammen-
fassen: gut.”

Testtiefe fiir 100 Prozent

der Leiterplatten

Die Qualitatsprifungen bei der lhle-
mann AG sind Teil der O-Fehler-Strate-
gie. Das Ziel ist eine moglichst groRRe
Testtiefe flir 100 Prozent der Leiterplat-
ten, um fertigungsbedingte Fehler
auszuschlieen. Dafiir wird eine um-
fangreiche Priiftechnik eingesetzt. Um
bereits friihzeitig vor der Bestiickung
Lotpastendruckfehler auf Leiterplatten
zu erkennen, werden diese komplett
durch die automatisierte optische
Inspektion (AOI) hinter den Siebdru-
ckern tiberpriift. Dadurch kénnen feh-
lerhafte Prints schnell entdeckt und
teure Reparaturaktionen vermieden
werden.

Haufig kann bei kleinen Bauteilen
durch die herkémmliche AOI mit nur
einer Kamera nicht fehlerfrei festge-
stellt werden, ob sie richtig positioniert
und richtig verlétet sind. Fiir die Pri-
fung bestiickter Leiterplatten kommt
deshalb eine weitergehende AOI-Tech-
nik zum Einsatz mit 8 bzw. 12 Kameras.
Diese AOl arbeitet praziser und schnel-
ler und ist durch den Einsatz mehrerer
Kameras besser in der Lage, die Lot-
punkte bei kleinen Bauteilen zu liber-
prifen und verdeckte Bestlickungsfeh-
ler zu erkennen. Die zusatzlichen
Kameras betrachten das Bauteil von
allen Seiten und die schrag ange-
brachten Kameras kénnen auch Lot-
punkte oder Verdrahtungen verdeckter
Bauteile kontrollieren, z.B. unterhalb
von Gehdusen. So werden auch Er-
kennungsfehler durch spiegelnde
Flachen oder durch blankes L6tzinn
vermieden.

Einsatz von Rontgentechnik

Bei BGAs mit Anschliissen an der Bau-
teilunterseite kénnen die Lotstellen
nur noch mittels Rontgen Uberpriift
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werden. Ein Rontgenbild zeigt die
unterschiedliche Absorption der Ront-
genstrahlung in unterschiedlichen
Objektbereichen. Daher kénnen im
Rontgenbild Merkmale beobachtet
werden, die einem Material- oder ei-
nem Dickenunterschied (Form) ent-
sprechen. Die hochaufl6sende Ront-
geninspektion beruht auf dem Prinzip
des Rontgenschattenmikroskops: Das
Rontgenbild des Objektes von einer
nahezu punktférmigen Rontgenquelle
wird auf den Detektor vergroRRert pro-
jiziert. Mikroskopische Objektdetails
mit einigen Zehntelmillimetern kén-
nen so stark vergroBert abgebildet und
aufgenommen werden.

Durch die Rontgentechnik werden De-
fekte wie Kurzschlisse durch Atz- oder
Layoutfehler, Leiterbahnunterbrechun-
gen und fehlerhafte Viametallisierun-
gen nachgewiesen. Besonders die ver-
deckte Grenzflache zwischen dem
Kontakt am BGA und der Leiterplatte
kann jetzt tiberpriift werden. Erkannt
werden auch Bestiickungsfehler wie
fehlende Lotfiillung, Poren, Blasen, Lot-
briicken oder Benetzungsfehler.

Das Fachwissen der Mitarbeiter von
Ilhlemann im Einsatz der Rontgenun-
tersuchungen werden von OEMs auch
als zusatzlicher Service genutzt, um
gemeinsam mit den Elektronikent-
wicklern mogliche Fehlerursachen zu
finden und zu beseitigen.

Die Rontgenpriifung dient auch dazu,
das Lotprofil fiir hochanspruchsvolle
Boards zu optimieren. Durch die kon-
tinuierliche Bauteilverkleinerung wird
die Einhaltung exakter Temperaturpro-
file zur Steuerung der Pastenmengen
im Lotprozess immer wichtiger. Hier
zeigen die Rontgenaufnahmen, ob die
Temperaturkurve im Létofen noch ver-
bessert werden kann.

I infoDirecT 503d/0909

www.all-electronics.de
» Link zur lhlemann AG
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